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Abstract (en)
[origin: WO8704566A1] An assembly is obtained by stacking plural wafer-scale-integrated boards made of silicon. Connections between levels of the
assembly are made by optical signals transmitted directly through the silicon boards.

Abstract (fr)
Un ensemble est obtenu en empilant plusieurs plaques en silicium intégrées à l'échelle d'une tranche. Des connexions entre des niveaux de
l'ensemble sont réalisées par des signaux optiques transmis directement au travers des plaques de silicium.
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